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摘 要

觸控面板為現代3C產品中不可缺少之元件，觸控面板中含有塑膠資源與有價銀金屬，而熱裂解技術可用來回收其中之塑膠

資源，但其裂解殘渣中所含之有價銀金屬則有待進一步回收再生，因此本研究乃針對此含銀裂解殘渣，利用破碎研磨、過

篩、浸漬溶蝕、置換、電解、沉澱及還原等方法來回收其有價銀資源。 本研究成果顯示，此含銀裂解殘渣(裂解條件：550

℃下裂解2小時)經研磨篩分至小於50mesh (0.297mm)後，以4N硝酸在固液比5g/50ml、於室溫下浸漬1小時，可將含銀裂解

殘渣中之銀金屬100%予以浸漬溶蝕至最佳浸漬液中。此最佳含銀浸漬液經添加反應劑，於室溫下靜置24小時後，可獲得

海綿銀產品，再將此海綿銀放入高溫爐予以熔煉，即可獲取100%純度之銀錠。另此最佳含銀浸漬液如以鹽酸(12N)作為沉

澱劑，可將浸漬液中之銀100%予以沉澱回收成純度大於96%之氯化銀產品回收。

關鍵詞 : 觸控面板、含銀裂解殘渣、銀、資源再生
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